
國立東華大學研發成果專利申請表

編號
：           
	發明創作

名稱
	中文：

	
	英文：

	發明人/申請人

資訊
	姓名
	
	所屬單位/職稱
	

	
	連絡電話
	
	E-mail
	

	
	聯絡人
	
	所屬單位/職稱
	

	
	連絡電話
	
	E-mail
	

	
	各項權益分配及相關通知，本校僅通知上述相關聯絡人，聯絡人應附義務協助轉悉。

	共同發明人資訊(本欄位不足部分可行自行增加)
	姓名
	
	所屬單位/職稱
	

	
	連絡電話
	
	E-mail
	

	
	姓名
	
	所屬單位/職稱
	

	
	連絡電話
	
	E-mail
	

	研究成果

來源
	□國科會計畫（□1.專題研究計畫、□2.產學合作研究計畫、
              □3.提升產業技術及人才培育計畫、□4.其他：請列出           ）

※屬國家科學及技術委員會計畫研究成果，請至國家科學及技術委員會完成「科技研發成果資訊系統(STRIKE)」填報作業。

□其他政府機關補助計畫（請列出補助單位名稱：                   ）

□一般合作企業建教合作計畫（請列出合作企業名稱：                 ）

□本校教師職務成果

□其他

（屬國科會或其他政府機關補助計畫者，請務必填寫「補助計畫」一欄）

	補助計畫
	計畫名稱：
	補助機構：

	
	主持人：
	共同主持人：

	
	計畫編號：
	補助金額：

	專利類別
	□ 發明   □ 新型   □ 設計      

	申請國家
	□中華民國  □美國  □日本  □其它國家：           
建議優先順序：                                                   

	
	申請國家理由：                                                         
（請就國內企業界實施可能性、國內授權可能性及國內外交互授權之可能性市場規模與銷售政策間之關聯性等考量填寫，關鍵技術請勿填寫。）

	領域別

（擇一）
	□電子工程  □電機工程  □電信工程  □光電工程  □資訊工程  □機械工程  

□控制工程  □運輸工程  □航太工程  □化學工程  □材料工程  □環境工程  

□土木工程  □醫學工程  □醫藥衛生  □農業技術  □生物技術  □食品科技

□數學　　  □物理　　  □化學　　  □地球科學  □人文科學  

□社會科學  □教育科學

	產業別

（複選）
	□積體電路產業  □電腦及週邊產業  □通訊產業  □光電產業  □精密機械產業  □運輸工具產業  □機械設備製造業  □製藥工業  □農藥工業  □生物技術產業  □食品製造業  　□化學材料製造業   □石油及煤製品製造業 

□金屬製品製造業□非金屬製品製造業 □紡織業    □電子產業  □出版業  

□營建業        □顧問諮詢業

	技術移轉狀況
	□ 目前尚無，□ 洽談中，□ 已簽訂技術轉合約

	相關資料
	□相關學術研究報告（申請人得視需要自行斟酌檢送）

□已先行發表之期刊論文（未發表者不必勾選）
發表日期：     年     月     日
論文名稱：                                                

發表期刊名稱：                                            

□研發成果已於研討會公開發表

發表日期：     年     月     日

題目名稱：                                                
研討會名稱：                                            
□本計畫已申請其它專利（未申請者不必勾選）

申請日期：     年     月     日
申請案名稱：                                

□檢索資料（IPC國際分類號：              ）

	委託專利

事務所
	請參考專利申請委託事務所辦理程序說明後，擇一勾選：

□1.發明人自行選定
    (事務所名稱：                     ，事務所承辦人：           ，

     連絡電話：             ，E-mail：                            )
□2.由校方推薦，如有特殊條件，或該項專利需特殊專長，請務必述明。


	
	事務所提具之估價單一式乙份

□已附，發明人已先行聯繫取得。

□未附，委由專技中心聯絡取得。

	附件資料
	□專利申請表電子檔(請mail至chun@gms.ndhu.edu.tw)

□研發成果揭露書

□專利權貢獻度同意書

	備註事項
	其他關於本項專利之說明事項




發明人簽名：                        
機密文件
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